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PRODOTTO: LEGA ESENTE DA PIOMBO PER HAL : SR1(N) 

DESCRIZIONE: prodotta con formulazione “ecologica”, cioè “lead free”, la lega SR1(N) rappresenta attualmente la più valida alternativa alla tradizionale lega Stagno /Piombo per il processo di saldatura dei circuiti stampati. Le materie prime da cui è composta (Sn, Cu, Ni), hanno un elevato grado di purezza e vengono sottoposte ad uno specifico trattamento che mantiene inalterato il livello qualitativo in tutte le fasi di lavorazione, garantendo un prodotto finale esente da ossidi e scorie. 

IMPIEGO: la lega SR1(N), appositamente formulata per l’utilizzo nei processi HAL e nella saldatura ad onda dei circuiti stampati, permette l’esecuzione di ottime saldature che mantengono un aspetto lucido, liscio e regolare, contrariamente a quanto visivamente riscontrabile con l’uso delle altre leghe “lead free” a base di Sn/Ag/Cu, offerte diffusamente dal mercato come altra principale alternativa. Utilizzando la lega SR1(N ) risulta inoltre più facile tenere sotto controllo la percentuale di Rame nei bagni di saldatura e si evita di dover registrare maggiori scarti di lavorazione, ottenendo un vantaggio economico che va ad aggiungersi al costo iniziale relativamente contenuto rispetto alle leghe contenenti Argento. La presenza di una piccola percentuale di Nichel nella lega aumenta la fluidità alle basse temperature, riduce il rischio di corrosione delle vasche in acciaio rendendola non aggressiva per i bagni di saldatura. Le prove di resistenza hanno messo in evidenza ottime doti di duttilità, così come i test sulle caratteristiche di bagnabilità e scorrevolezza hanno espresso risultati più che soddisfacenti. 

La lega SR1(N) risulta, pertanto, di facile utilizzo, offrendo una buona compatibilità con l’attuale tecnologia ed è del tutto idonea all’assemblaggio “lead free” o con Sn/Pb; l’unico accorgimento necessario è la regolazione delle temperature macchina (preriscaldo e processo), che vanno adeguate alla temperatura di fusione della nuova lega, leggermente maggiore rispetto alla tradizionale Sn/Pb.

 Caratteristiche chimico/fisiche:
Composizione: Sn/Cu/Ni Temp. di fusione: 227 °C. Temp. di utilizzo: 270°C ca.
Densità: 7,4 Resistenza a scorrimento: 32 N/mm² Durezza HB: 9
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